
○相変化、化学変化、塑性・弾性変形等により多様な素材・部品を接合・実装
することで、力学特性、電気特性、光学特性、熱伝達特性、耐環境特性等の
機能を顕現する接合・実装技術

○具体的には、
・接合部の高強度化、信頼性の向上や軽量化、接合・実装の位置精度の向
上
・接合部の機能の高付加価値化、信頼性の付与等に応える研究開発
・劣悪な極限環境でも強靭かつ安定な機能を維持
・接合・実装作業における生産性の向上
・製品の製造、修理、再利用、廃棄までを考えたライフサイクルコストやこれらの
過程でのエネルギー使用の最小化

など

接合・実装技術とは・・・

特定ものづくり基盤技術「５．接合・実装技術」

１．デザイン開発技術

２．情報処理技術

３．精密加工技術

４．製造環境技術

５．接合・実装技術

６．立体造形技術

７．表面処理技術

８．機械制御技術

９．複合・新機能材料技術

１０．材料製造プロセス技術

１１．バイオ技術

１２．測定計測技術



川下分野 課題及びニーズ

共通 ア．高強度・高機能化
イ．軽量化
ウ．難接合素材の部材接合
エ．製品の信頼性
オ．環境負荷の低減
カ．生産性の向上
キ. 低コスト化

医療・健康・介護
ア．安全性、信頼性（動作の確実性、信頼設計）
イ．細菌感染の防止、消毒・洗浄の容易性
ウ．生体親和性・生体内分解性・生体情報の高速
処理

エ．インプラント等における患者の負担軽減
オ. 接着性、耐久性、速硬化性
カ．遠隔医療構成の容易性
キ．臨床データの収集及び医療器具の許認可の促進

環境・エネルギー

ア．大電流に対応した低損失化対策、突入電流対
策、冷却対策

イ．太陽電池の発電効率化、大電力化、長寿命化
ウ．スマートグリッド等の電力協調

航空宇宙

ア．機体の高強度性・耐衝撃性
イ. 機内圧力を一定に保つ堅牢な密閉性
ウ. 機体・電子機器の軽量性
エ. 広い温度範囲での耐環境性
オ. 放射線を含む宇宙環境での接合部・電子機器の
長寿命・耐久性

特定ものづくり基盤技術「５．接合・実装技術」 川下製造業者等が抱える課題及びニーズ

川下分野 課題及びニーズ

自動車等
輸送機械

ア．劣悪環境化での高信頼性
イ．衝突防止システム等の安全性及びメンテナンス技
術

ウ．ＩＴＳ、車間通信等の快適な運転環境
エ．大電流供給、高発熱対策等パワーデバイスに適し
た構造

オ．高強度、超高強度部材における接合時の遅れ破
壊の防止

カ．燃費向上及び省資源化のための軽量化

住宅・建築物・構
造物 ア．環境負荷低減、耐環境性

イ．高機能化、多機能化、長寿命化
ウ．免震性、耐震性、制震性
エ．防錆性、耐食性

情報通信機器 ア．高機能化・多機能化・大容量高速情報処理化
イ．情報通信機器間インタラクティブの高度化
ウ．機器ネットワーク構成の容易化・高度化
エ．薄板厚部材の安定した接合
オ．微小部品の接合

ロボット･産業機械 ア．作業動作の適用範囲の拡大
イ．細菌感染の防止、消毒・洗浄の容易性
ウ．生体親和性及び適合性に優れたセンシングと生
体情報の高速処理

エ．遠隔医療構成の容易化
オ．人間工学等を考慮したデザイン設計
カ．極限環境でも安定した動作が可能な構成
キ．遅れ破壊の心配のない高強度化
ク．耐熱性、耐寒性の高い接合用部品及び技術の
開発



特定ものづくり基盤技術「５．接合・実装技術」 高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法

技術開発の方向性

（１）技術要素の高度化に対応し
た技術開発の方向性

①接合部品の高強度化
②新素材部品による接合
③安定した軸力を導入する潤滑剤
④非鉄金属部材、異種金属部材、樹脂構造部材等の物理的・化学的接合

（２）接合機能の向上に対応した
技術開発の方向性

①組立及び施工の作業効率性向上
②緩み防止
③接合用部品の情報化
④耐食性、耐候性、耐油性等の耐久性、接着性の向上
⑤樹脂部材締結・接合
⑥特殊形状接合部品及び材料等による機能性向上

（３）環境配慮に対応した技術開
発の方向性

①有害化学物質の不使用
②製品のリサイクル性向上
③物理的・化学的接合部品及び材料の製造過程における省エネルギー化

（４）管理技術に対応した技術開
発の方向性

①部品製造工程の低コスト化
②接合用部品及び材料の品質管理
③耐経年変化への対応
④高温部、厚板、複雑形状部等の検査
⑤作業者保護のための安全確保
⑥ロボットによる高精度化、高速化、操作性向上
⑦基本データベース構築・確立、シミュレーション技術との連携条件・施工方法データベースの共通化

（５）高密度先端実装技術に対
応した技術開発の方向性

①実装設計、シミュレーションへの対応（熱、応力、電気統合設計)
②三次元実装を考慮した電子システム集積化
③部品内蔵基板実装への対応
④光・電気混載実装のための対応
⑤生体親和、環境対応技術に対する高性能化
⑥モジュール化、微細接続、パワーエレクトロニクス等に対する高密実装

（６）ＩｏＴ、ＡＩ等を活用した
技術開発の方向性

①センサ技術等を活用した信頼性の高いデータの取得・蓄積
②ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による設備等の予知保全・遠隔保守、運用最適化、匠の技のデジタル化等を通じた接合・実
装に係る技術開発の効率化・生産性向上

③ＩｏＴ、ＡＩ等の活用による新たなサービス創出



サポイン採択年度 プロジェクト名 研究開発体制

平成26年度
両面放熱機能を有する薄型SiC大電流パワーモジュールの
製品および製造技術の開発

シーマ電子(株)、横浜国立大学、
(公財)横浜企業経営支援財団

平成25年度
高出力深紫外レーザー加工装置を実現する
スーパーCLBO（CsLiB6O10）波長変換素子の開発

特定非営利活動法人産学金連携センター、
(株)創晶、大阪大学、(株)光学技研、スペクトロニクス(株)

特定ものづくり基盤技術「５．接合・実装技術」 研究開発事例








